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【57】發明摘要 

一種發光二極體晶片包括一基板、一線路層、多個電極、多個二極體元件以及一內連線層。線路

層配置於基板上，而這些電極配置線路層的上方。這些二極體元件連接於線路層與這些電極之

間。內連線層包括一保護層以及多條走線。保護層覆蓋線路層、這些電極以及這些二極體元件。

保護層局部暴露線路層與這些電極。這些走線配置於這些二極體元件上。這些走線與線路層以及

這些電極連接，而這些二極體元件透過這些走線而彼此電性連接。 

 

代表圖式  

200：發光二極體晶  
  片  
210：基板  
220a：線路層  
220b：電極  
222a：導電層  
230：二極體元件  
232a：第一型摻雜半 
  導體層  
232b：第二型摻雜半 
  導體層  
234：主動層  
236a：第一歐姆接觸 
  層  
236b：第二歐姆接觸 
  層  
240：內連線層  
242：保護層  
244：走線  
250：絕緣層  
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260：打線接墊 
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